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ALLANDO ERTEKU
KISTELJESITMENYU
MORZSA ELLENALLAS

Termékszabvany szdma:
RX—74.401/4
Mindsitési szint: E
Stabilitasi osztaly: 10%

Szerkezeti felépités

Kerdmia hordozé,
cermet réteg,
éleken fémezve,
nem szigetelt.

Ajinlott felhasznélas

Nyomtatott huzalozasu és
feliiletszereléshez (SM)

Alapjellemzdk

NEVLEGES 100Q...1MQ
REZISZTENCIA és 0 Q (R<50 mQ,
1...=2 A hatarértékek
mellett)
REZISZTENCIA SOR E24

REZISZTENCIA TURES +5, 10, 20%

NEVLEGES
TERHELHETOSEG 0,125 W
HATARFESZULTSEG 200V
KORNYEZETALLOSAGI
KULCSSZAM 55/125/56

REZISZTENCIA VALTOZAS
hossz1i idejti
igénybevételnél (h)
révid idejii
igénybevételnél (r)

+(10%+0,5 )
+(2%+0,1 Q)

Felhaszn4lasi, beszerelési elGiras

— Nyomtatott huzalozasi lemezre:
flow-solder és reflow-solder.

— Keramia hordozdra: reflow-solder.
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Meretek mm-ben

L XY 3
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o
—l
max. 0,5
min. 0,1

a) Aramkéri hordozé lemezre (nyomtatott huzalozés)
rogzitéssel (ragasztas), majd a forrasztast hullam-
fiird6n (flow-solder) elvégezve.

— Forrasztisndl a folyaszté szer dsszetétele:

25% fenyGgyanta:

savszdm (mg KOH/g) min. 155
lagyuldspont min. 70 °C
folyaspont min. 76 °C
hamutartalom max. 0,05 %

min. 99,5%

max. 0,002%
max. 2 mg/100 ml

75% izopropil alkohol:

savtartalom
nem ill6 anyag

min. 96,2%
max. 4 mg/l

vagy etilalkohol:
szabad sav

— Forrasztasi hGmérséklet 250 °C

— Forrasztési id6 5s

b) A forrasztbpaszta elGzetes felvitelével és tijra-
folyasztasaval (reflow-solder).
— Forrasztasi h6mérséklet 215—260 °C
— Forrasztasi id6 10s
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Rezisztencia homerseklet flggese
AR/R

]

Nevleges ot 20 ..-55°C | +20..#70°C | +20 ...1125°C
rezisztencia

10°/K %
<100'kQ +250 +1,88 +1,25 +262
>100 k(1 +500 *+37s *2s *525

Terheles csoékkentes
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Csomagolas

1. Milanyag zacskéba, Gmlesztve.
2. Hevederezéssel TEC 286-3 ... HD
(MSZ kidolgozas alatt)

3. Mifanyag tarba rendezve ... kidolgozas alatt

Megjegyzés:

Ha rendelésnél a csomagolas médjat nem tiinteti
akkor az 1. alatti csomagolassal szallitjuk.

fel,

Felhasznalasi tijékoztatd
chip beiiltetésre

A kontakt feluletek kozotti

helyigen
yg v: 3,202
: ; kontakt

L l feliilet

— . hordozo
KRR,

max.18 .
3 [ min.Q)

A chip alkat-
részek kozotti helyigény:

I —teAR
l . . . ='§2 2 g
(=2 ==
£
) = r=—17 szigeteld shv
| . . . + kontakt
ML I fetaiet —
Méretek mm-ben rﬁ‘l:—%:
Rendelésnél megadanddk
— Kkatalogusjel
— néveleges rezisztencia és tiirés
— csomagolas médja
— a szabvany szama
Rendelési példa:
R550102+5% HD RX—74.401/4
Bagossy Gabor

Megkeresesukre kiildiink katalégust. Kereskedelmi fiosztalyunk varja érdeklfdésiiket és készséggel

all rendell\ezcsul\re
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RADIOTECHNIKAI VALLALAT Bp. X., Pataky tér 20.
H—1475 Bp. 10. Pf. 64. Tel.:

573-033. Telex: 22-4565
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